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1. はじめに

　近年，デジタル機器の小型・省スペース化，低消費電力
化が進んでおり，電子部品に対しても小型大容量化，薄型
化，複合化などの対応が求められている。積層セラミック
コンデンサ (MLCC)の小型化に関しては，図 1に示すとお
り，旺盛な携帯機器の需要に後押しされて，0603（0.6×0.3 
mm）形状および 0402（0.4×0.2 mm）形状が数量を伸ばし
ており，2017年ころには 0603形状が 1005形状を逆転する
ことが予想されている。また，携帯機器の薄型化から，電
子部品の薄型化および基板内蔵対応型の需要が今後さらに
増すことが予想される。本稿では，コンデンサ，インダク
タの小型大容量化，薄型化，複合化に求められる要素技術
の紹介およびその要素技術を用いた商品展開を説明する。

2. 積層セラミックコンデンサ

2.1	 積層セラミックコンデンサの要素技術

　積層セラミックコンデンサは，チタン酸バリウム (BaTiO3)，

酸化チタン (TiO2)，ジルコン酸カルシウム (CaZrO3)などに
代表される誘電体材料中に左右に交互に引き出される銀
(Ag)，銅 (Cu)，ニッケル (Ni)などの内部電極が配置され，
誘電体の両側に銀 (Ag)，銅 (Cu)，ニッケル (Ni)などの外部
電極を形成した構造を取る。
　また，小型大容量化を達成するためには，①誘電率の高
い材料を使用する。②誘電体材料の微粉化を行い，誘電体
厚みを薄くする。②内部電極材料の微粉化を行い，内部電
極厚みを薄くする。③内部電極面積を大きくする。などの
技術を高度化させる必要がある 1)。

2.1.1 誘電体材料薄層化技術
　図 2に示すとおり，1990年代には，数 umあった誘電体
厚みは，現在では 0.5 um程度の薄層化が実現可能になっ
た。このため，同一容量で比較すると，2010年代には，
1990年代と比較して体積で約 1/100まで小型化が実現可能
となった。たとえば，容量 10 μFで比較すると，1990年代
では 3225形状（体積 20 mm3）であったものが，2010年代
では 1005形状（体積 0.25 mm3）で実現可能となり，体積

図 1.　MLCC形状別構成比予測
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